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1. !"#$ 
 
ª5-67-8´®M3»R+,-./0¦34TUýZ4ÖT÷ø12[R5ÔÍM67Z^8ä9
¦®:'·º»12cd¦;4RTUí·¦<=·TU© 

ª5-67-8R>`U+,-./0·®MÚ?H@A8M@�HBGH@A8MCDEKeµ
¶MÚ?H@A8Fk°aZMGH,�/I_JHC,K/I¦LM´NTUOPQR67¦STÕM
TUZVWXYFRZ-;<·°U[I[ÕùU© 

 
 

2. %&'()*+,-./01$234 
 
Ú?H@A8F®M\]Z,�_,K/IRX^ÍM_��8`qRqa°�I�/HF08¦-8
ÚH.TUbÕ[I°OPP�/´ù-MÈZËc[ZdeØ#fg°hi¦jkÍÔU© 

lmMVWZ�n°aRopÍMqrZstuvIw®Yä¦%`U·xRZ-MPYZy>zn³�
{Mdg|PVW¦}-2!Uí·´Ëc[¦d'UZ~b�Õ·#!ÍÔU© 

 
Ú?H@A8F®MÈZ¸¹��Ø#M�$��Z12[�ÕM1234R>`U�ï°ï�·°p
ÍÔUÕMä�ZZ~°d/I�d[InRopÍ��e!UJ�.�HZÎ�´ùU��J�.�H�
³�yTUbRZU�¾��Z�ØMªMZÝ�n_J�-8��M��FZ,�JHF08Z�qnR
ZU�/0Z�Z�eeFGHIJKLk�M|P0Z�w�yFRZU�NOPQ�FM$��Z12[
R>ÔÍ34ä��T÷ø�®�Ô© 
 

3. 015-678 
 

3.1 !"#$%&'()*+,- 
 

 

スマートフォン等の発熱においては、以下に示す主な発熱源に対して、各々の発熱条件を考慮した安全設計が

必要となる。また、下記以外の発熱源についても、単機能動作条件だけではなく、同時動作可能な機能の組み合

わせ条件を十分に考慮して熱設計、及び発熱評価を実施しなければならない。 

1 CPUによる発熱 

スマートフォン等は、通信のほかにも高画素カメラによるビデオ録画機能や高精細なゲームアプリ等、高負荷

な処理を高速で処理することが可能である。CPUは、タスクの状態（負荷条件）によって発熱条件がダイナミッ

クに変動することが想定される点を十分考慮して、最大負荷状態での安全性を確保するよう注意しなければな

らない。 

 

2 無線回路による発熱 
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通話、通信の信号を増幅するパワーアンプは、スマートフォン等の中でも主要な発熱源である。パワーアンプ

の動作条件は、基地局との距離や上りデータの通信速度など基地局からの指示によって変動するものである

が、無線規格に定められた最大負荷条件においても安全性を確保するよう注意しなければならない。 

 

3 電源・充電回路による発熱 

スマートフォン等では、機能ブロック毎に電圧・電流仕様が異なる電源が必要となるが複数の電源回路を集積

化した電源用ICが使用される。従って複数の機能ブロックを同時に使用した場合には電源用IC自体の消費電

流が増加する。また充電回路は、電池残量（電池電圧）によって充電電流が制御されるため、電池残量（電池

電圧）によって発熱条件が変わる。 

 
 

3.2 ./*0*123456789:;#<%&'()*+,- 
 

スマートフォン等の機器の縁の鋭さ（シャープエッジ）においては、以下に示すように、通常使用時に接触し得る 

箇所のほか、製造不良要因、あるいは軽微な取扱不良等の要因によって発生し得るシャープエッジについても考

慮する必要がある。 
 
1 通常使用時に接触し得る箇所のシャープエッジ 

通常使用時に接触し得る箇所としては、筐体外周はもちろん、カバー・キャップ類、SIMスロット、SDカードスロット、

電池パック、電池蓋など、接触する頻度・接触する目的の有無等を問わず、接触する可能性がある箇所について

は網羅的に考慮する必要がある。 

 

2 製造不良によるシャープエッジ 

製造不良によるシャープエッジの発生要因としては、成型不良によるバリ、コーナー部R加工不良などが挙げられ

るが、通常は露出しない金属装飾パネルの端面が接着不良等により露出するといった可能性もあり、製造におい

ても、工程FMEA等によりシャープエッジ発生のリスクを抽出し、十分な対策を実施する必要がある。 

 

3 軽微な取扱不良等によるシャープエッジ 

落下や衝撃、圧迫等のストレスによる破損等によって発生するシャープエッジについては、取扱説明書等によ

る注意喚起を実施する事はもちろん、通常使用の範囲で想定されるレベルのストレスについては、傷や打痕、破

損、装飾パネル剥がれ等により容易にシャープエッジが露出する事のないよう配慮する必要がある。 

なお、モバイル機器の表示部等に一般的に使用されているガラスについては、その性質上、落下等による破

損及び破損によるシャープエッジの露出が避け難いが、設計面での対策が取り難いものについては、取扱説明書

等による注意喚起を徹底する事が望ましい。 
 
 
 
 

4. 9:;<$=>?@A8 
 
^8� ¦¡~*+R®M¢£¤¥^84e¢£¦§H+�7@�HkRZU¨$�©� ·�PbR
ZU$�©^8� ÕÎª=´ùU©»·^"M¢£¦§H+�7@�HRZU^8� ®Mb«¬Ø#
¤¥e!U¢£¦¤¥J�.�H¦�ºÍì®^8¯°¦±²ìöTU³Z´ùUÕM³4°� ¦¡
~»'R®´� ¬Z��_ì®µ�°aRbTU¤¥¶¦·³´øUqr¦¸¹º»-M¤¥¶Õ¸¹
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°�º´ì®uv�»·^"M»M¼º¦¼°�TU°aZ½¾¦¹ÔÍ� ¿8ÀvTUfïÕùU© 
 
�Pb¦¸¹TU$�©^8� ¦¹ÔU*+R®M�^�·�PbZ$%_�¦ZÁÂRÃÄºÍ³
4°� ¦¡~Z~ÃÄÕfï´ùU© 

Ç»MÅ^Æ=´^8� ¦ûüTUýR®MÆ=´ZÇÈZbQ_DÉÊRZpÍ¾¿TUËRZ-
� ¬ÕÌÍe!M³4°^8¦� ´ø°Ô[I[ÕùUbØ#M� ¬RËÕÎ»#°ÔZ~ÏÐR
ÑÒ¬¦3rTUFZÓÿÕfï´ùU© 

 
°>MärZ=>®Îª=°bV¦rºÍÔU³Z´ù-MûýZ� RÎ»pÍ®M� ÔÕ_� 
0Z¿8MÅ[¦þÿº»ä´³4°� ¦¡~Z~Ö¯°ÃÄÕfï´ùU© 
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5. ./BC 
 
本ガイドラインでは、スマートフォン等に対する安全基準として、「必須基準」（達成しなければならない基準）と

「推奨基準」（より高い安全性確保の上で達成することが望ましい基準）を規定する。 

 

5.1 低温やけどに対する基準 

5.2 端末異常時に対する基準 

5.3 想定される過酷条件に対する基準 

5.4 火災予防に関する基準 

5.5 機器の縁の鋭さに関する基準 

5.6 漏洩電流に関する基準 

5.7 電池の安全性に関する基準 
 

5.1 =>?@A#$%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 ØÙÔÕ^8 35℃ ØÙÔÕ^8RSTUÚ

Ä�®MÛÜÜÝêë£Þ$"'?¦
lmZí· 

2 67µ� ^8ä9R>`UßyÒàáâZ3 �Xã ^8ä9R>`UßyÒ
àáâRSTUÚÄ�
®MÛÜÜÝêë£Þ$"')¦lm
Zí· 

3 � ä¾ ßy¾��åZæMç%$�R>`U$��^8
¦�  

æM$�ä¾R5ÔÍ
®M,è¸¹éÐ=R>
ÔÍê e!U$�ä¾
·TU 

4 cdefgk ë��R>ÔÍMæMç%$��Z$��R>`
U^8iì$��íÕMµ¶ZéÐ=´ùUí· 
 
îïð 

�@?ñh?¯íòBEñh?(¯íòB*ñhE�í 

î57ÚMÙ7óKôÚ 

�@Dñh?¯íòBEñh?(¯íòB*ñhE�í 

îÈZÉeõöFk 

�D(ñh?¯íòBEñh?(¯íòB*ñhE�í 

÷{øù?*�*)'?ú 

÷{v"'D)*DE'?ú 
 

5 cdeijk æMç%$��Z$��R>`U^8iì$��
íÕMµ¶ZéÐ=´ùUí·© 

÷{v"'D)*DE'?ú 
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î��ûÓ( 

�@?ñh?¯íòBEñh?(¯íòB*ñhE�í 
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5.2 DEFGH#$%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 ØÙÔÕ^8 25℃ ØÙÔÕ^8RSTUÚ

Ä�®MÛÜÜÝêë£Þ$"'?¦
lmZí· 

2 67µ� _ÊH�8I�_È!RüTUyPw¦��TU
ýþ�iìMí!#yPw¦��TUýþ¦³è
Rÿ!TU"Z#ï°ýþR>ÔÍM$HI8%
F0Hµ�´ZP&'2�iì|P0$%�R
>`U67ýþ�åZP&²(Xãe,�Fk 

ò 

3 � ä¾ 67µ�Z)� ò 
4 cdefgk ¾*M¾+M,ÀFÕ¾¿º°Ôí·© ò 
5 cdeijk 67ì®Zßy¾��Z^8¦� ºMæM$�

[I[ZùU67ì®Zßd^8Õ�(ñ¦-^°
Ôí·© 

ò 

 

5.3 IJ2K&LMNO#$%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 ØÙÔÕ^8 35℃ ØÙÔÕ^8RSTUÚ

Ä�®MÛÜÜÝêë£Þ$"'?¦
lmZí· 

2 67µ� 67¦.°FR/01µ�´Z^8ä9R>`U
ßyÒàáâZ3 �Xã 

^8ä9R>`UßyÒ
àáâRSTUÚÄ�
®MÛÜÜÝêë£Þ$"')¦lm
Zí· 

3 � ä¾ 67µ�Z)� ò 
4 cdefgk 67Z234øí· ò 
5 cdeijk ò ò 
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5.4 PQRS#<%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 cdefgk 5/0=Ø#¾¿TU+6Z7y¦89TUZ~

R34iì:;e!ÍÔUí·© 

</0=Z�=Ø#¾+Õ4Ôí·© 

>:=e¸¹ÄRZU?@Õ[I°PY_Kô¦
ABkZ�MR¸¹ 

TU�º®MstCDEFGÎµäMZHI�E
H6¦NTUí·© 

JcKe"#sMP&{"FZ#ï�=¦ûqºy
PQÕQ!UcK©»1ºè#"¦ABkR¸¹
TU�º®stCDL(GÎµäZHI�EH6¦
NTUí·© 

M¸¹ÄRZU?@Õ[I°PY_KôZ�MR
¸¹TU�º®MstCDL)GÎµäMcKey
PQÕQ!UcK©»1ºè#"¦ABkR¸¹
TU�º®stCDL(GÎµäZHI�EH6¦
NTUí·© 

÷styBú 

2 cdeijk ò ò 
 

5.5 ./*0*12#<%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 � ä¾ FGHI�JKL��ÚCRZUØÙ 

NFGHI�JKL��ÚCZqrpqiìØÙ
½O®st?B*yZC RcB© 

÷st?B*yú 

2 cdefgk FGHI�JKL��ÚC£PZ)QZ¹�HI
¦R,TUÏ-SÕ¿:°Ôí·© 

÷st?B*yú 

3 cdeijk FGHI�JKL��ÚC£PZ?QZ¹�HI
¦R,TUÏ-SÕ¿:°Ôí·© 

ò 

 
 
 
 



©Copyright 2012-2022Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC) 
!"#"$%&'()*$ +,-./012345-67-8$ Version 3.00 

 
8 

 

5.6 TUVW#<%&BC 
 
No. V< pq lmhmnopqh×þ 
1 � ä¾ {v"$D)*DE'?RC TUØÙ½OiìØÙýþR

cBØÙ 

N|P0®¯d$IF08=Ø5/0Zb�TU
ßy DZ|P0¦¸¹ 

÷{v"$D)*DE'?ú 

2 cdefgk ßyCKBTE8eûUVk�(\)@WÛ ÷{v"$D)*DE'?ú 
3 cdeijk ßyCKBTE8eûUVk�(\?(WÛ ò 

 

5.7 VX*YZ[#<%&BC 
 
No. V< Xï>Zìcd lmhmnopqh×þ 
1 =�YZåZ[[ \<=] 

�B^�-$8_PYRbºÍM=�YZR>`
U12[Rû`Õ°Ôí·¦4aTU© 
 
b4aäcd 

e Mµ¶ZÔ(!Ø¦fgTUí·¦4aT
U© 

a. �B^�-$8_PYRbºÍMúÿ=R=
�$YZ¦¾¿ehÍ³M¾*�ij�¾+º
°Ôí·�k8l¤�ZÎ�=°¾*®A
B�© 
 

b. �B^�-$8_PYÕJ,-ÚR=me!
ÍÔUµ�´MÜAíZË¹´ê e!U¬
vÒà�ÔÕÒà�PÈ=Òà¦n^»*+
´³M¾*�ij�¾+º°Ôí·© 

�P1¾$ oìÂp$ �
B^�-$8_PY�Z
�qerskúÿ=°=
�YZ�Z12�Zún
GÎ 

2 tèd^�Z[[ \<=] 
tèd^�R>`U¤r�í¦Z-�B4ÖºM
@EKF�Ù.RX^ÍM|¤P§-ô.¦¡p
»unUÙ.R>ÔÍ³M12´ùUí·¦4a
TU© 
 
\vwä¾] 

�P1¾$ oìÂp$ �
B^�-$8_PY�Z
�qexktèd^�Z
12�ZúnGÎ 
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a. @EKF�Ù.¦DyMµ¶ZÔ(!ØZä¾
eZ-zºÔáâ®[k´*((§-ô.|¤
P¦{-|º»Ù.eµ}�unUÙ.�·
~�k¦Dy¹ÄTU© 

1 Ù.Õ 'U|¤PZpq 

2 Î��B^�-$8_PY¦=mTUJ
,-ÚÕ 'U|¤PZpq 

b. äré\ZÙ.¦f|Pµ�·TU©íí´Z
f|Pµ�®µ¶ZÔ(!Ø¦SºMÔÕ^
8?(ñ´|Pº»Ù.MB@ñ´|Pº»Ù.
¦M@EKF�Ù.hunUÙ.ëaR5ÔÍ
*y(5d×TU© 

1 Ù.Õ 'Uf|PZP��ßy��Ç
´Ù.ZP�¦d'»µ� 

2 J,-ÚÕ 'Uf|PZP��ßy�
�Ç´Ù.ZP�¦d'»µ� 

c. í!#¦Å^ÆRrøM@�)ñh¯Z9^g8
´?*(ñ�)ñÇ´ä9ehM*�í¤rTU© 

d. ärµ�R>ÔÍM¾*�ij�¾+º°Ô
í· 

3 §-ô.unRST
U[[ 

\<=] 
*A�8Ë¹ºÍ³MÎ Ek.Z[I¦Ö�M1
2RË¹´øUí·¦4aTU© 
 
a. \vwä¾]@EKF�Ù.¦*y¹ÄTU© 

b. äré\ZÙ.¦MÔÕ^8)@ñ�)ñR>Ô
ÍMµ¶ZÔ(!ØZáâ´E((§-ô.|
¤P¦{-|ºM¤P>z�×¶·Ù.Z�
{¦r�TUe���§-ô.ÜM���¤P
>z�×¶>Zì�{k© 

1 Ù.Õ 'U|¤PZpq 

2 Î��B^�-$8_PY¦=mTUJ
,-ÚÕ 'U|¤PZpq 

3 °>M|¤P§-ô.Záâ¦;#ØR
TUí· 

ò 
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c. ärR>ÔÍMµ¶ZT÷Í¦fgTUí·
efg�@((§-ô.Mij�E((§-ô.·
TUk 

1 ¾*�ij�¾+º°Ôí· 

2 @((§-ô.��Z¤P>z�×¶Õ
E(�µä´ùUí· 

3 E((§-ô.��´¤P>z�×¶Zf
�°unÕ�#!°Ôí· 

4 E((§-ô.��ZÙ.Z�{ÕM=m
TUJ,-Ú·Zô��78Ú=´ùU
í ·$
Ç»M�!8+Õ�M·Zô��78Ú
=R�Ç#°Ô*+®Mµ¶ZÔ(!Ø
¦f»Tí· 

✔ �MØ#Z�º�º�w¦�Ç^Í
³û`°Ôí· 

✔ PYZ12[¦Ö5»'R_�¦�
°Ô*+®M_�.¦�ºäkÍ1
2[¦Ö5í· 

4 d^@ÉHZ[[ \<=] 
d^ÔÕ¶´f|Pµ�¦Ö�M12RË¹´ø
Uí·¦4aTU© 
 
\vwä¾] 
a. フレッシュセルを3個用意する。 
b. 上記a.のセルを、環境温度25℃±2℃におい
て、満充電とする 

c. 満充電状態（SOC100%）を維持し、45℃環
境で40日間放置し、電圧、セルの厚みを記録
する。（X軸：経過日数、Y軸：電圧およびセ
ル の 厚 み ） 
なお、温度等による充電フロー制御があり満

充電状態の維持方法を変更する場合は、満充

電状態の維持方法を明らかにし記録すること 
d. 上記において、以下のすべてを満足すること 

1 発煙・破裂・発火しないこと 
2 セルの厚みが、内蔵するデバイスとのク

リ ア ラ ン ス 内 で あ る こ と 
また、膨れ度合が筐体とのクリアランス

ò 
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内に収まらない場合は、以下のいずれか

を満たすこと 
✔ �MØ#Z�º�º�w¦�Ç^Í
³û`°Ôí· 

✔ PYZ12[¦Ö5»'R_�¦�
°Ô*+®M_�.¦�ºäkÍ1
2[¦Ö5í· 

6 �¤PRbTUb� \<=] 
J,-Úÿ!_�B^�-$8_PYZÖ�ýþ
ÿ!RZ-M�¤Pµ�R�-�#Ôb�¦}U
í·©Ç»M�Î|¤PÕ��°P�R°pÍº
Çp»*+®M|P 9/¡Õ¢Bí·¦4aT
U© 
 
\b�] 
a. デバイスに内蔵して出荷する場合の残量を高
くすること 

b. 電源OFFにおける暗電流を抑止すること 
c. 充放電が危険となる電圧（銅の溶解や膨れの
誘発が想定される電圧、過放電の電極脆化に

伴い充放電時の発火リスクが高くなってしま

ったと考えられる電圧）を明確化すること 
d. 充電禁止機構の導入：充放電が危険となる電
圧になった場合は、充電ケーブルを接続して

も充電できないこと 
e. トリクル充電等の実装：上記によらず、低電
圧時は低電流で充電するなど安全に配慮する

こと 

ò 
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Appendix A. 発熱・温度上昇特性に関する設計上の留意点 
 
5.1項～5.4項に記載した基準項目は、スマートフォン等の熱（エネルギー）によって生じるやけどや火災リスク

に対する製品安全に関するガイドラインを示しているが、発熱に対する利用者の不安低減を図る上では、下記に

示すような観点も設計段階で十分に留意すべき点である。 

 

A-1.筐体表面の最大温度 

一般的に人体が発熱部位に接触すると表面温度は急激に低下する。そのような状態で、5-1 No.4項の条

件を満足すれば、低温やけどのリスクは低いものと考えられる。しかしながら、発熱部位に触れた瞬間の温度

が高い場合には、利用者にとっては『やけどに対する不安』、『端末故障に対する不安』の一因となる。したが

って、熱対策を行う場合には高負荷条件を含めて非接触状態での端末の最大温度に留意して設計すること

が望ましい。 

 

A-2.筐体表面の温度上昇時間  

筐体表面の急激な温度上昇は、利用者にとって『やけどに対する不安』、『端末故障に対する不安』の一因

となる。したがって、熱対策を行う場合には、高負荷条件を含めて筐体表面の温度が急激に変化することがな

いよう温度上昇時間に留意して設計することが望ましい。 

 

A-3.筐体表面の局所的な温度上昇 

筐体表面の局所的な温度上昇は、特に部品の実装密度が高いスマートフォン等においては、利用者の『や

けどに対する不安』、『端末故障に対する不安』の一因となることから、熱対策を行う場合には、可能な限り局

所的な温度上昇がないよう留意して設計することが望ましい。 

 

Appendix B. その他の安全基準に関する設計上の留意点 
 

 

B-1.機器の縁の鋭さ（シャープエッジ）に関する設計上の留意点 

5.5に規定する安全基準は、あくまで一定条件（UL1439に規定される加圧、エッジ部分をなぞる速さ等）下で

の接触においてケガをするリスクが無い事を確認するための基準であるが、機器の縁の鋭さに関しては、『接

触時に痛みを感じないこと』や、『ケガをしてしまうのではという不安を感じないこと』についても配慮することが

望ましい。 

機器の筐体は材質等によっても触感は異なるため、官能試験によって触感を評価し、痛みや不安を感じる

触感となっている場合は、面取りを施す等の表面処理の改善を実施することが望ましい。 

また、当該製品の商品性上、年齢層のターゲットを絞ったものである場合、特に若年層向けのものについて

は、一般的に成人よりも皮膚が薄く物理的な刺激に弱いと言われており、特に配慮する必要がある。 

 

B-2.漏洩電流に関する設計上の留意点 

機器の縁の鋭さ（シャープエッジ）に関する安全基準と同様、漏洩電流に関しても、『接触時に痛みや痺れを

感じないこと』への配慮が望ましい。 

漏洩電流は、充電器側の出力や漏洩電流対策が支配的であるが、被充電機器側の筐体材質（特に金属）

によっても体感的な漏洩電流は変わる事から、官能試験によって体感的な漏洩電流を評価し、痛みや痺れを

感じないレベルに抑えられているかを確認することが望ましい。 

 

B-3.その他の安全性に関する設計上の留意点 

昨今のモバイル機器において、その用途は従来の通話、通信機能の利用に留まらず、オーディオまたはオ
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ーディオビジュアルコンテンツのプレーヤとしての利用も一般的となっており、音響エネルギーに対する安全性

の配慮も重要となっている。 

従来の電話機能の音響特性に関する要求事項については、ITU-T P360及びIEEE std.269(2010)、IEC 

62368-1、ヘッドフォンおよびイヤホンにより耳に取り付けた状態での音響特性に関する要求事項について

は、IEC 62368-1、 EN50332-1/-2にそれぞれ規定されているが、使用者の誤操作あるいは意図しない操作等

においても、不安全な音響レベルとならないよう配慮する事が望ましい。 
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Appendix C. 発熱に関する安全基準の試験方法の留意点 
 

C-1.試験環境温度 

試験環境温度は、常温（25℃）もしくは一般的なモバイル機器において取扱説明書等にて使用者に推奨さ

れる周囲温度の上限（35℃）としているが、取扱説明書において、本ガイドラインの試験環境温度を超える範

囲での周囲温度を設定する場合、その周囲温度上限における安全性に留意した設計であることが望ましい。 

具体的には、炎天下の車内や浴室内等の高温環境下において、継続使用あるいは一時的な使用が可能

であることを取扱説明書等に記載し使用者に訴求する場合、取扱説明書等に記載する周囲温度上限におけ

る安全性の確認、および高温化での使用による低温やけど等の注意喚起等について十分配慮すべきであ

る。 

 

C-2.温度上昇における最大負荷条件 

第3章に記載した通り、温度上昇における最大負荷条件は、CPU、無線回路、電源・充電回路を主とした発

熱源について、単機能動作条件だけではなく、同時動作可能な機能の組み合わせ条件を十分に考慮しなけ

ればならない。 

また最大負荷条件は、使用者の安全に最大限配慮し、「ユースケースにおいて想定される最大負荷条件」

ではなく、「端末仕様上における最大負荷条件」とすべきである。 

    

【具体例】 

（スマートフォンの場合） 

ディスプレイ輝度を最大輝度に設定し、常時画面表示した状態にて、最大送信出力におけるパケット連続

送信（シミュレーター対向）、Wi-Fiテザリング、カメラ機能（動画撮影等）、動画視聴、充電等について、同時

動作可能な機能を全て動作させた状態での温度上昇を測定する。 
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Appendix D. 標準仕様など参照文献(Normative) 
 
[ISO13732-1]$ {øù?*�*)'? � )((D $ v£¤¡ê¡W£¤¥$ ¡¦$ §çÝ$ §çÝ£Wé¢$ Ýê¨££¡êWÝê§$ ©$ !Ý§ç¡ë¥$ ¦¡£$ §çÝ$$ $ $

é¥¥Ý¥¥WÝê§$¡¦$çªWéê$£Ý¥Ü¡ê¥Ý¥$§¡$¤¡ê§é¤§$«£§ç$¥ª£¦é¤Ý¥$' 
 
[UL94] ø§éêëé£ë$ ¦¡£$ %Ý¥§¥$ ¦¡£$ è¢éWWéá£¢£§¥$ ¡¦$ #¢é¥§£¤$ !é§Ý££é¢¥$ ¦¡£$ #é£§¥$ £ê$ ¬Ý¨£¤Ý¥$ éêë$$ $ $ $ $

ÛÜÜ¢£éê¤Ý¥  
 
÷st?B*yú$ UL Standard for Safety Tests for Sharpness of Edges on Equipment 
 
÷IEC 62368-1úÛªë£¡h¨£ëÝ¡u$£ê¦¡£Wé§£¡ê$éêë$¤¡WWªê£¤é§£¡ê$§Ý¤çê¡¢¡¤¥$Ýª£ÜWÝê§$$

'$#é£§$?.$øé¦Ý§¥$£Ýª££ÝWÝê§¥$


